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Abstract (en)
[origin: CA3090626A1] The invention relates to a method and a device for creating a foundation element in the ground, wherein a hole is created in
the ground, which is filled with a curable filling compound for forming the foundation element. According to the invention, it is provided that, prior to
the curing of the filling compound, a data carrier is introduced into the hole, on which information relating to the created foundation element is stored.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erstellen eines Gründungselementes im Boden, wobei ein Loch im Boden gebildet
wird, welches zum Bilden des Gründungselementes mit einer aushärtbaren Füllmasse verfüllt wird. Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass
vor dem Aushärten der Füllmasse ein Datenträger in das Loch eingebracht wird, auf welchem Informationen zum erstellten Gründungselement
gespeichert werden.
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